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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブエリアに画像を表示するのに必要な信号が信号供給源から供給される出力パ
ッドと、前記出力パッドと並んだダミーパッドと、前記出力パッドに接続された信号配線
と、前記信号配線に接続されたスイッチング素子と、前記アクティブエリアにおいて前記
スイッチング素子に接続された画素電極と、前記ダミーパッドに接続され前記信号配線か
ら離間した第１ダミー配線であってその延出方向と交差する方向に突出した第１突起を有
する第１ダミー配線と、前記ダミーパッド及び前記信号配線から離間し前記第１突起に対
向する第２突起を有する第２ダミー配線と、を備えた第１基板と、
　前記第１基板に対向配置された第２基板と、
　を備え、
　前記第１ダミー配線は、前記信号配線と平行に延出した第１主要部と、前記第１主要部
から屈曲した第１屈曲部と、前記第１屈曲部と同一直線上に位置し前記第１屈曲部から離
間した第１島状電極と、前記第１屈曲部及び前記第１島状電極にコンタクトホールを介し
て電気的に接続された第１接続電極と、を有し、前記第１突起が前記第１屈曲部、前記第
１島状電極、及び、前記第１接続電極の少なくとも１つに形成された、平面表示装置。
【請求項２】
　前記第２ダミー配線は、前記第１主要部と平行に延出した第２主要部を有し、前記第２
突起が前記第２主要部の先端に形成された、請求項１に記載の平面表示装置。
【請求項３】
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　前記第２ダミー配線は、前記前記第１主要部と平行に延出した第２主要部と、前記第２
主要部から屈曲した第２屈曲部と、前記第２屈曲部と同一直線上に位置し前記第２屈曲部
から離間した第２島状電極と、前記第２屈曲部及び前記第２島状電極に電気的に接続され
た第２接続電極と、を有し、前記第２突起が前記第２屈曲部、前記第２島状電極、及び、
前記第２接続電極の少なくとも１つに形成された、請求項１に記載の平面表示装置。
【請求項４】
　前記第１ダミー配線において、前記第１屈曲部及び前記第１島状電極は前記第１突起を
有し、前記第１接続電極は前記第２突起とは反対側に第３突起を有する、請求項１に記載
の平面表示装置。
【請求項５】
　前記第１接続電極は、前記画素電極と同一材料によって形成された、請求項１に記載の
平面表示装置。
【請求項６】
　前記第１基板は、さらに、給電配線と、前記給電配線と電気的に接続された給電パッド
と、を備え、
　前記第２基板は、さらに、前記第１基板と向かい合う側に形成され前記給電パッドと対
向する位置まで延在した共通電極を備え、
　さらに、前記給電パッド上を通り、前記アクティブエリアを囲む枠状に形成され前記第
１基板と前記第２基板とを接着するシール材を備え、前記シール材は前記給電パッドと前
記共通電極とを電気的に接続する導電粒子を含む、請求項１に記載の平面表示装置。
【請求項７】
　前記導電粒子は、前記第１接続電極にコンタクトしている、請求項６に記載の平面表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、平面表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置などの平面表示装置は、各種分野の表示装置として利用されている。平面
表示装置を製造する過程においては、静電気対策が不可欠である。例えば、製造過程で発
生した静電気や外部から侵入した静電気により、アクティブエリア内の各種配線やスイッ
チング素子を含む回路などにダメージを与えるおそれがある。
【０００３】
　このような静電気に対する耐性を向上するための手法が種々検討されている。例えば、
静電荷を放電するために、配線部に突起部を形成し、突起部の配置位置として他層の信号
線のような導体パターンが形成されていない位置を選択する手法が提案されている。また
、比較的設置面積が大きなコモン配線に蓄積した電荷の放電を誘導するために、コモン配
線と対向電極とを接続する接続部が、有効表示部を検査する際に検査用の信号が供給され
る検査用配線と所定の間隔をおいて対向するように配置する手法も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２３４２２７号公報
【特許文献２】特開２００６－２２７２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本実施形態の目的は、製造歩留まりの低下を抑制することが可能な平面表示装置を提供
することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態によれば、
　アクティブエリアに画像を表示するのに必要な信号が信号供給源から供給される出力パ
ッドと、前記出力パッドと並んだダミーパッドと、前記出力パッドに接続された信号配線
と、前記信号配線に接続されたスイッチング素子と、前記アクティブエリアにおいて前記
スイッチング素子に接続された画素電極と、前記ダミーパッドに接続され前記信号配線か
ら離間した第１ダミー配線であって延出方向と交差する方向に突出した第１突起を有する
第１ダミー配線と、前記ダミーパッド及び前記信号配線から離間し前記第１突起に対向す
る第２突起を有する第２ダミー配線と、を備えた第１基板と、前記第１基板に対向配置さ
れた第２基板と、を備えた平面表示装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本実施形態の平面表示装置に適用可能な表示パネルＰＮＬの一例を概略
的に示す平面図である。
【図２】図２は、図１に示した表示パネルＰＮＬの一画素ＰＸにおける断面構造を概略的
に示す図である。
【図３】図３は、アレイ基板ＡＲから対向基板ＣＴ側への給電構造を説明するための概略
断面図である。
【図４】図４は、図１に示したアレイ基板ＡＲの実装部ＭＴの一部を拡大した平面図であ
る。
【図５】図５は、図４に示した実装部ＭＴの楕円で囲んだ領域Ａを拡大した平面図である
。
【図６】図６は、図５に示した実装部ＭＴをＡ－Ｂ線で切断した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において
、同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説明は
省略する。
【０００９】
　図１は、本実施形態の平面表示装置に適用可能な表示パネルＰＮＬの一例を概略的に示
す平面図である。
【００１０】
　すなわち、表示パネルＰＮＬは、アクティブマトリクスタイプの液晶表示パネルであり
、アレイ基板ＡＲと、アレイ基板ＡＲに対向配置された対向基板ＣＴと、アレイ基板ＡＲ
と対向基板ＣＴとの間に保持された液晶層ＬＱと、を備えている。アレイ基板ＡＲと対向
基板ＣＴとは、これらの間に所定のセルギャップを形成した状態でシール材ＳＥによって
貼り合わせられている。図示した例では、シール材ＳＥは、矩形枠状の閉ループ形状をな
すように形成されているが、図示した例に限らず、シール材ＳＥに液晶注入口が形成され
ていても良い。セルギャップは、アレイ基板ＡＲまたは対向基板ＣＴに形成された図示し
ない柱状のスペーサによって形成されている。液晶層ＬＱは、アレイ基板ＡＲと対向基板
ＣＴとの間のセルギャップにおいてシール材ＳＥによって囲まれた内側に保持されている
。表示パネルＰＮＬは、シール材ＳＥによって囲まれた内側に、画像を表示するアクティ
ブエリアＡＣＴを備えている。アクティブエリアＡＣＴは、例えば、略長方形状であり、
マトリクス状に配置された複数の画素ＰＸによって構成されている。
【００１１】
　アレイ基板ＡＲは、第１方向Ｘに沿って延出したゲート配線Ｇ、第１方向Ｘに交差する
第２方向Ｙに沿って延出しゲート配線Ｇと交差するソース配線Ｓ、ゲート配線Ｇ及びソー
ス配線Ｓに接続されたスイッチング素子ＳＷ、スイッチング素子ＳＷに接続された画素電
極ＰＥなどを備えている。ここでは、第１方向Ｘは、第２方向Ｙと直交している。ゲート
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配線Ｇ及びソース配線Ｓは、アクティブエリアＡＣＴに画像を表示するのに必要な信号が
供給される信号配線に相当する。
【００１２】
　液晶層ＬＱを介して画素電極ＰＥの各々と対向する共通電極ＣＥは、例えば対向基板Ｃ
Ｔに備えられているが、アレイ基板ＡＲに備えられていても良い。
【００１３】
　なお、表示パネルＰＮＬの詳細な構成については説明を省略するが、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔ
ｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ
　Ｂｅｎｄ）モード、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｅｄ）モードなどの主として
縦電界を利用するモードでは、画素電極ＰＥがアレイ基板ＡＲに備えられる一方で、共通
電極ＣＥが対向基板ＣＴに備えられている。また、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔ
ｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード
などの主として横電界を利用するモードでは、画素電極ＰＥ及び共通電極の双方がアレイ
基板ＡＲに備えられている。
【００１４】
　駆動ＩＣチップ２及びフレキシブル・プリンテッド・サーキット（ＦＰＣ）基板３は、
例えば、アクティブエリアＡＣＴよりも外側の周辺エリアＰＲＰに実装されている。図示
した例では、駆動ＩＣチップ２及びＦＰＣ基板３は、対向基板ＣＴの基板端部ＣＴＥより
も外側に延出したアレイ基板ＡＲの実装部ＭＴに実装されている。より具体的には、駆動
ＩＣチップ２は基板端部ＣＴＥの側に位置し、ＦＰＣ基板３は駆動ＩＣチップ２よりもア
レイ基板ＡＲの基板端部ＡＲＥの側に位置している。駆動ＩＣチップ２及びＦＰＣ基板３
は、表示パネルＰＮＬのアクティブエリアＡＣＴに画像を表示するのに必要な信号を供給
する信号供給源に相当する。
【００１５】
　各ゲート配線Ｇ及び各ソース配線Ｓは、アクティブエリアＡＣＴから周辺エリアＰＲＰ
に引き出され、駆動ＩＣチップ２などに接続されている。画素電極ＰＥには、スイッチン
グ素子ＳＷを介して画素電位が書き込まれる。共通電極ＣＥは、図示しない給電配線から
供給される所定電位、例えばコモン電位に設定される。
【００１６】
　周辺エリアＰＲＰは、アクティブエリアＡＣＴを囲むエリアであり、シール材ＳＥが配
置されるエリアを含み、矩形枠状に形成されている。
【００１７】
　図２は、図１に示した表示パネルＰＮＬの一画素ＰＸにおける断面構造を概略的に示す
図である。ここでは、主として縦電界を利用するモードを適用した構成について説明する
。
【００１８】
　すなわち、アレイ基板ＡＲは、ガラス基板やプラスチック基板などの透明な第１絶縁基
板２０を用いて形成されている。アレイ基板ＡＲは、第１絶縁基板２０の対向基板ＣＴと
対向する側に、スイッチング素子ＳＷ、画素電極ＰＥ、第１絶縁膜２１、第２絶縁膜２２
、第３絶縁膜２３、第１配向膜ＡＬ１などを備えている。
【００１９】
　ここに示した例では、スイッチング素子ＳＷは、ボトムゲート型のｎチャネル薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）によって構成されている。スイッチング素子ＳＷのゲート電極ＷＧは
、ゲート配線Ｇとともに第１絶縁基板２０の上に形成されている。ゲート電極ＷＧは、ゲ
ート配線Ｇに電気的に接続され、図示した例では、ゲート配線Ｇと一体的に形成されてい
る。ゲート電極ＷＧは、ゲート配線Ｇとともに第１絶縁膜２１によって覆われている。第
１絶縁膜２１は、第１絶縁基板２０の上にも配置されている。
【００２０】
　スイッチング素子ＳＷの半導体層ＳＣは、例えば、アモルファスシリコンによって形成
されている。半導体層ＳＣは、第１絶縁膜２１の上に形成され、ゲート電極ＷＧの上方に
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も延在している。スイッチング素子ＳＷのソース電極ＷＳ及びドレイン電極ＷＤは、ソー
ス配線Ｓとともに第１絶縁膜２１の上に形成されている。ソース電極ＷＳ及びドレイン電
極ＷＤは、それぞれ半導体層ＳＣにコンタクトしている。ソース電極ＷＳは、ソース配線
Ｓに電気的に接続され、図示した例では、ソース配線Ｓと一体的に形成されている。ソー
ス電極ＷＳ及びドレイン電極ＷＤは、ソース配線Ｓとともに第２絶縁膜２２によって覆わ
れている。第２絶縁膜２２は、第１絶縁膜２１の上にも配置されている。これらの第１絶
縁膜２１及び第２絶縁膜２２は、例えば、シリコン窒化物（ＳｉＮ）やシリコン酸化物（
ＳｉＯ）などの無機系材料によって形成されている。第２絶縁膜２２及びスイッチング素
子ＳＷは、第３絶縁膜２３によって覆われている。第３絶縁膜２３は、例えば、透明な樹
脂材料によって形成されている。
【００２１】
　画素電極ＰＥは、第３絶縁膜２３の上に形成されている。画素電極ＰＥは、第３絶縁膜
２３を貫通するコンタクトホールを介してドレイン電極ＷＤにコンタクトしている。画素
電極ＰＥは、例えば、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）やインジウム・ジンク
・オキサイド（ＩＺＯ）などの透明な導電材料によって形成されている。画素電極ＰＥ及
び第３絶縁膜２３は、第１配向膜ＡＬ１によって覆われている。
【００２２】
　対向基板ＣＴは、ガラス基板やプラスチック基板などの光透過性を有する第２絶縁基板
３０を用いて形成されている。対向基板ＣＴは、第２絶縁基板３０のアレイ基板ＡＲと対
向する側に、遮光層３１、カラーフィルタ層３２、オーバーコート層３３、共通電極ＣＥ
、第２配向膜ＡＬ２などを備えている。
【００２３】
　遮光層３１は、アクティブエリアＡＣＴにおいて各画素ＰＸを区画するように形成され
、アレイ基板ＡＲに形成されたスイッチング素子ＳＷやゲート配線Ｇ及びソース配線Ｓな
どの各種配線部に対向している。遮光層３１は、例えば、黒色の樹脂材料やクロムなどの
遮光性の金属材料によって形成されている。
【００２４】
　カラーフィルタ層３２は、アクティブエリアＡＣＴにおいて遮光層３１によって区画さ
れた各画素ＰＸに配置されている。カラーフィルタ層３２の一部は、遮光層３１に重なっ
ている。カラーフィルタ層３２は、赤色カラーフィルタ、緑色カラーフィルタ、青色カラ
ーフィルタなどを含んでおり、それぞれ、赤色、緑色、青色にそれぞれ着色された樹脂材
料によって形成されている。
【００２５】
　オーバーコート層３３は、カラーフィルタ層３２を覆っている。オーバーコート層３３
は、例えば、透明な樹脂材料によって形成されている。
【００２６】
　共通電極ＣＥは、アクティブエリアＡＣＴにおいて、オーバーコート層３３のアレイ基
板ＡＲと対向する側に形成されている。図示した例では、共通電極ＣＥは、液晶層ＬＱを
介して各画素ＰＸの画素電極ＰＥと対向している。共通電極ＣＥは、例えば、ＩＴＯやＩ
ＺＯなどの透明な導電材料によって形成されている。共通電極ＣＥは、第２配向膜ＡＬ２
によって覆われている。
【００２７】
　上述したようなアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、それぞれの第１配向膜ＡＬ１及び
第２配向膜ＡＬ２が対向するように配置されている。このとき、アレイ基板ＡＲと対向基
板ＣＴとの間には、図示しないスペーサ（例えば、樹脂材料によって一方の基板に一体的
に形成された柱状スペーサ）が配置され、これにより、所定のセルギャップが形成される
。液晶層ＬＱは、上述したセルギャップに保持されている。すなわち、液晶層ＬＱは、ア
レイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間に介在した液晶組成物によって構成されている。
【００２８】
　図３は、アレイ基板ＡＲから対向基板ＣＴ側への給電構造を説明するための概略断面図
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である。なお、ここでは、シール材ＳＥが配置される周辺エリアＰＲＰの構成について説
明する。
【００２９】
　給電配線ＰＬは、第１絶縁基板２０の上に形成されている。なお、詳述しないが、給電
配線ＰＬは、例えば、アクティブエリアＡＣＴを囲むようにアレイ基板ＡＲの最外周に沿
って配置されている。給電配線ＰＬは、先に説明したゲート配線Ｇなどと同一の配線材料
によって形成されている。給電配線ＰＬは、第１絶縁膜２１によって覆われている。第１
絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２には、給電配線ＰＬまで貫通したコンタクトホールＣＨ１
が形成されている。
【００３０】
　給電パッドＰＰは、アレイ基板ＡＲの対向基板ＣＴと対向する位置に形成され、給電配
線ＰＬと電気的に接続されている。給電パッドＰＰは、共通電極ＣＥと電気的に接続され
ている。すなわち、給電パッドＰＰは、第３絶縁膜２３に形成されたコンタクトホールＣ
Ｈ２から露出した第２絶縁膜２２の上に形成され、コンタクトホールＣＨ１を介して、給
電配線ＰＬにコンタクトしている。給電パッドＰＰは、先に説明した画素電極ＰＥと同一
の導電材料によって形成されている。
【００３１】
　共通電極ＣＥは、周辺エリアＰＲＰに延在している。すなわち、共通電極ＣＥは、アク
ティブエリアＡＣＴのみならず、シール材ＳＥが配置される位置を越えて給電パッドＰＰ
と対向する位置まで延在している。
【００３２】
　シール材ＳＥは、給電パッドＰＰの上を通り、導電粒子ＣＭを含んでおり、アレイ基板
ＡＲと対向基板ＣＴとを接着している。導電粒子ＣＭは、比較的低抵抗な球状の粒子であ
り、例えば金粒子である。給電パッドＰＰの上に位置する導電粒子ＣＭは、共通電極ＣＥ
にコンタクトし、給電パッドＰＰと共通電極ＣＥとを電気的に接続している。これにより
、給電配線ＰＬに印加された電圧は、給電パッドＰＰ及び導電粒子ＣＭを介して共通電極
ＣＥに給電される。
【００３３】
　図４は、図１に示したアレイ基板ＡＲの実装部ＭＴの一部を拡大した平面図である。な
お、図示した例は、駆動ＩＣチップ２及びＦＰＣ基板３を実装する前の実装部ＭＴを示し
ている。
【００３４】
　すなわち、基板端部ＡＲＥと基板端部ＣＴＥとの間の実装部ＭＴには、ＦＰＣ基板を実
装するためのパッドＰＦ、駆動ＩＣチップを実装するための入力パッドＰＩ、出力パッド
ＰＯ及びダミーパッドＤＰが形成されている。パッドＰＦは、基板端部ＡＲＥの近傍にお
いて、第１方向Ｘに沿って並んでいる。入力パッドＰＩは、第１方向Ｘに沿って並んでい
る。出力パッドＰＯは、第１方向Ｘに沿って並んでいる。ダミーパッドＤＰは、第１方向
Ｘに沿って並んでおり、出力パッドＰＯと並んでいる。図示した例では、出力パッドＰＯ
及びダミーパッドＤＰは、第１方向Ｘに２列に並んでおり、千鳥状に配列されている。
【００３５】
　パッドＰＦは、接続配線ＣＷ１を介して入力パッドＰＩに接続されている。入力パッド
ＰＩ同士、例えばパッドＰＦと接続された入力パッドＰＩと、パッドＰＦと接続されてい
ない入力パッドＰＩとは、接続配線ＣＷ２を介して接続されている。接続配線ＣＷ２は、
入力パッドＰＩと出力パッドＰＯとの間に延出している。
【００３６】
　出力パッドＰＯは、ゲート配線やソース配線などの信号配線ＭＷに接続されている。ダ
ミーパッドＤＰは、出力パッドＰＯの配列が途切れている箇所に形成されており、いずれ
も信号配線ＭＷには接続されていない。図示した例では、左側の出力パッドＰＯに隣接す
る３つのダミーパッドＤＰＡはそれぞれフローティング状態のダミー配線ＤＷＡに接続さ
れ、右側の出力パッドＰＯに隣接する３つのダミーパッドＤＰＢはそれぞれフローティン
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グ状態のダミー配線ＤＷＢに接続されている。つまり、ダミー配線ＤＷＡ及びダミー配線
ＤＷＢは、いずれも信号配線ＭＷから離間している。ダミー配線ＤＷＡとダミー配線ＤＷ
Ｂとの間には、フローティング状態のダミー配線ＤＷＣが形成されている。ダミー配線Ｄ
ＷＣは、ダミーパッドＤＰ及び信号配線ＭＷから離間している。なお、ダミーパッドＤＰ
ＡとダミーパッドＤＰＢとの間に位置する他のダミーパッドＤＰについては、いずれの信
号配線及びダミー配線にも接続されていない。
【００３７】
　ダミー配線ＤＷＡよりもアクティブエリアＡＣＴ側には、さらに、フローティング状態
のダミー配線ＤＷＤが形成されている。ダミー配線ＤＷＢよりもアクティブエリアＡＣＴ
側には、さらに、フローティング状態のダミー配線ＤＷＥが形成されている。ダミー配線
ＤＷＣよりもアクティブエリアＡＣＴ側には、さらに、フローティング状態のダミー配線
ＤＷＦが形成されている。
【００３８】
　信号配線ＭＷ、ダミー配線ＤＷＡ、ダミー配線ＤＷＢ、ダミー配線ＤＷＣ、ダミー配線
ＤＷＤ、ダミー配線ＤＷＥ、ダミー配線ＤＷＦのそれぞれは、概ね第２方向Ｙに沿って延
出している。
【００３９】
　ダミー配線ＤＷＡの一部は、詳述しないが第１方向Ｘに延出した接続電極を介してダミ
ー配線ＤＷＢに接続されている。同様に、ダミー配線ＤＷＤの一部は、詳述しないが第１
方向Ｘに延出した接続電極を介してダミー配線ＤＷＥに接続されている。
【００４０】
　以下に、図中の点線で囲んだ領域の詳細な構造について説明する。
【００４１】
　図５は、図４に示した実装部ＭＴの楕円で囲んだ領域Ａを拡大した平面図である。
【００４２】
　図示した例では、ダミー配線ＤＷＡとして、信号配線ＭＷに隣接する位置から順にダミ
ー配線ＤＷＡ１、ＤＷＡ２、ＤＷＡ３が並んで配置されている。ダミー配線ＤＷＡ１は、
信号配線ＭＷと平行あるいは第２方向Ｙに延出した主要部Ｍ１１、及び、主要部Ｍ１１に
一体的に形成されるとともに主要部Ｍ１１から屈曲した屈曲部Ｂ１１を有している。屈曲
部Ｂ１１は、第１方向Ｘに延出しており、主要部Ｍ１１に対して直角に屈曲している。同
様に、ダミー配線ＤＷＡ２は、第２方向Ｙに延出した主要部Ｍ１２、及び、主要部Ｍ１２
に一体的に形成されるとともに主要部Ｍ１２から屈曲し第１方向Ｘに延出した屈曲部Ｂ１
２を有している。ダミー配線ＤＷＡ３は、第２方向Ｙに延出した主要部Ｍ１３、及び、主
要部Ｍ１３に一体的に形成されるとともに主要部Ｍ１３から屈曲し第１方向Ｘに延出した
屈曲部Ｂ１３を有している。
【００４３】
　また、ダミー配線ＤＷＡは、島状電極及び接続電極を備えている。すなわち、ダミー配
線ＤＷＡ１は、島状電極Ｅ１１及び接続電極Ｃ１１を備えている。図示した例では、ダミ
ー配線ＤＷＡ１は、屈曲部Ｂ１１と同一直線上に位置する２つの島状電極Ｅ１１を備えて
いる。つまり、２つの島状電極Ｅ１１は、屈曲部Ｂ１１の先端部から点在するように第１
方向Ｘに並び、屈曲部Ｂ１１から離間している。接続電極Ｃ１１は、屈曲部Ｂ１１に電気
的に接続されるとともに、第１方向Ｘに延出し、２つの島状電極Ｅ１１のそれぞれと電気
的に接続され、屈曲部Ｂ１１と各島状電極Ｅ１１とを電気的に接続している。
【００４４】
　ダミー配線ＤＷＡ２は、屈曲部Ｂ１２と同一直線上に位置する複数の島状電極Ｅ１２を
備えている。つまり、各島状電極Ｅ１２は、屈曲部Ｂ１２の先端部から点在するように第
１方向Ｘに並び、屈曲部Ｂ１２から離間している。接続電極Ｃ１２は、屈曲部Ｂ１２に電
気的に接続されるとともに、第１方向Ｘに延出し、複数の島状電極Ｅ１２のそれぞれと電
気的に接続され、屈曲部Ｂ１２と各島状電極Ｅ１２とを電気的に接続している。
【００４５】
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　ダミー配線ＤＷＡ３は、屈曲部Ｂ１３と同一直線上に位置する複数の島状電極Ｅ１３を
備えている。つまり、各島状電極Ｅ１３は、屈曲部Ｂ１３の先端部から点在するように第
１方向Ｘに並び、屈曲部Ｂ１３から離間している。接続電極Ｃ１３は、屈曲部Ｂ１３に電
気的に接続されるとともに、第１方向Ｘに延出し、複数の島状電極Ｅ１３のそれぞれと電
気的に接続され、屈曲部Ｂ１３と各島状電極Ｅ１３とを電気的に接続している。
【００４６】
　これらの接続電極Ｃ１２及び接続電極Ｃ１３は、図４に示したように、ダミー配線ＤＷ
Ａとはダミー配線ＤＷＣを挟んで反対側に位置するダミー配線ＤＷＢとも電気的に接続さ
れている。つまり、接続電極Ｃ１２及び接続電極Ｃ１３は、一部のダミー配線ＤＷＡと一
部のダミー配線ＤＷＣとを電気的に接続している。
【００４７】
　複数のダミー配線ＤＷＣは、ダミー配線ＤＷＡ３に隣接する位置から順に第１方向Ｘに
沿って並んで配置されている。各ダミー配線ＤＷＣは、信号配線ＭＷや主要部Ｍ１３と平
行あるいは第２方向Ｙに延出した主要部Ｍ２０を有している。ダミー配線ＤＷＣのうち、
ダミー配線ＤＷＡ３に最も近いダミー配線は屈曲部Ｂ１３と向かい合い、他のダミー配線
はそれぞれ島状電極Ｅ１３と向かい合っている。
【００４８】
　上記の構成において、ダミー配線ＤＷＡは、その延出方向と交差する方向に突出した突
起を有している。また、ダミー配線ＤＷＣは、ダミー配線ＤＷＡの突起に対向する突起を
有している。これらについて、図示した例を参照しながらより具体的に説明する。
【００４９】
　ダミー配線ＤＷＡ３は、その屈曲部Ｂ１３の先端において、ダミー配線ＤＷＣに向かっ
て第２方向Ｙに突出した突起ＢＣを有している。また、ダミー配線ＤＷＡ３は、各島状電
極Ｅ１３において、それぞれダミー配線ＤＷＣに向かって第２方向Ｙに突出した突起ＥＣ
を有している。
【００５０】
　ダミー配線ＤＷＣのそれぞれは、主要部Ｍ２０の先端において、ダミー配線ＤＷＡに向
かって第２方向Ｙに突出した突起ＭＣを有している。すなわち、ダミー配線ＤＷＣのうち
、ダミー配線ＤＷＡ３に最も近いダミー配線は、その先端に、屈曲部Ｂ１３の突起ＢＣと
対向する突起ＭＣを有している。また、ダミー配線ＤＷＣのうち、他のダミー配線は、そ
れぞれの先端に、各島状電極Ｅ１３の突起ＥＣと対向する突起ＭＣを有している。
【００５１】
　一方で、ダミー配線ＤＷＡ３は、その接続電極Ｃ１３において、屈曲部Ｂ１３の突起Ｂ
Ｃ及び島状電極Ｅ１３の突起ＥＣとは反対側に突起ＣＣを有している。
【００５２】
　また、ダミー配線ＤＷＡ２は、その接続電極Ｃ１２において、その延出方向である第１
方向Ｘに直交する第２方向Ｙにそれぞれ突出した突起ＣＣを有している。すなわち、接続
電極Ｃ１２は、接続電極Ｃ１１と接続電極Ｃ１３との間に位置している。接続電極Ｃ１２
のエッジは第１方向Ｘに沿って延出している。接続電極Ｃ１２の突起ＣＣは、一方のエッ
ジから接続電極Ｃ１１に向かって突出し、また、他方のエッジから接続電極Ｃ１３に向か
って突出している。同様に、ダミー配線ＤＷＡ１は、その接続電極Ｃ１１において、両側
のエッジから第２方向Ｙにそれぞれ突出した突起ＣＣを有している。
【００５３】
　ダミー配線ＤＷＤはダミー配線ＤＷＡと同様に構成されており、また、ダミー配線ＤＷ
Ｆはダミー配線ＤＷＣと同様に構成されている。
【００５４】
　ダミー配線ＤＷＤ１は、主要部Ｍ１１と同一直線上に延出した主要部Ｍ３１、屈曲部Ｂ
１１と並んだ屈曲部Ｂ３１、島状電極Ｅ３１、及び、接続電極Ｃ３１を有している。ダミ
ー配線ＤＷＤ２は、主要部Ｍ１２と同一直線上に延出した主要部Ｍ３２、屈曲部Ｂ３２、
島状電極Ｅ３２、及び、接続電極Ｃ３２を有している。ダミー配線ＤＷＤ３は、主要部Ｍ



(9) JP 6130721 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

１３と同一直線上に延出した主要部Ｍ３３、屈曲部Ｂ３３、島状電極Ｅ３３、及び、接続
電極Ｃ３３を有している。
【００５５】
　屈曲部Ｂ３３には、ダミー配線ＤＷＦの主要部Ｍ４０の先端に形成された突起ＭＣと対
向する突起ＢＣが形成されている。島状電極Ｅ３３には、主要部Ｍ４０の突起ＭＣと対向
する突起ＥＣが形成されている。接続電極Ｃ３３には、接続電極Ｃ３２と対向する突起Ｃ
Ｃが形成されている。接続電極Ｃ３２の両側のエッジには、第２方向Ｙにそれぞれ突出し
た突起ＣＣが形成されている。接続電極Ｃ３１の両側のエッジには、第２方向Ｙにそれぞ
れ突出した突起ＣＣが形成されている。接続電極Ｃ３１の一方のエッジに形成された突起
ＣＣは、隣接する接続電極Ｃ１１の一方のエッジに形成された突起と対向している。
【００５６】
　なお、図示した例では、いずれの突起も三角形状に形成され、１つの頂角を有するよう
に形成されているが、突起の形状については図示した例に限らない。
【００５７】
　図６は、図５に示した実装部ＭＴをＡ－Ｂ線で切断した断面図である。
【００５８】
　第１絶縁基板２０の上には、図中の左側から順に、ダミー配線ＤＷＣの主要部Ｍ２０、
ダミー配線ＤＷＡ３の屈曲部Ｂ１３、ダミー配線ＤＷＡ２の屈曲部Ｂ１２、ダミー配線Ｄ
ＷＡ１の屈曲部Ｂ１１、及び、２つの島状電極Ｅ１１が並んでいる。主要部Ｍ２０の突起
ＭＣは、屈曲部Ｂ１３の突起ＢＣと間隔をおいて対向している。
【００５９】
　これらの主要部Ｍ２０、屈曲部Ｂ１３、屈曲部Ｂ１２、屈曲部Ｂ１１、及び、島状電極
Ｅ１１は、いずれも上記のゲート配線などと同一層に形成されており、ゲート配線などと
同一材料によって形成されている。
【００６０】
　第３絶縁膜２３の上には、図中の左側から順に、接続電極Ｃ１３、接続電極Ｃ１２、及
び、接続電極Ｃ１２が並んでいる。接続電極Ｃ１３は、第１絶縁膜２１、第２絶縁膜２２
、及び、第３絶縁膜２３を屈曲部Ｂ１３まで貫通するコンタクトホールを介して屈曲部Ｂ
１３にコンタクトしている。同様に、接続電極Ｃ１２は、コンタクトホールを介して屈曲
部Ｂ１２にコンタクトしている。また、接続電極Ｃ１１は、屈曲部Ｂ１１まで貫通したコ
ンタクトホールを介して屈曲部Ｂ１１にコンタクトするとともに、各島状電極Ｅ１１まで
貫通したコンタクトホールを介して島状電極Ｅ１１にコンタクトしている。接続電極Ｃ１
３の突起ＣＣは接続電極Ｃ１２の突起ＣＣと間隔をおいて対向し、接続電極Ｃ１２の突起
ＣＣは接続電極Ｃ１１の突起ＣＣと間隔をおいて対向している。
【００６１】
　これらの接続電極Ｃ１１、接続電極Ｃ１２、及び、接続電極Ｃ１３は、第３絶縁膜２３
が除去された領域に配置され、いずれも画素電極と同一材料によって形成されている。ま
た、図３に示した例と同様に、シール材ＳＥには、接続電極Ｃ１１、接続電極Ｃ１２、及
び、接続電極Ｃ１３の上にそれぞれ位置する導電粒子ＣＭが含まれている。このような導
電粒子ＣＭは、共通電極ＣＥにコンタクトし、各接続電極と共通電極ＣＥとを電気的に接
続している。
【００６２】
　このような本実施形態によれば、信号供給源を実装する前の段階で、アレイ基板ＡＲの
基板端部ＡＲＥ付近に位置するパッドＰＦに飛び込んだ静電気による、信号配線ＭＷや、
信号配線に接続された回路、スイッチング素子の破損を抑制することが可能となる。すな
わち、パッドＰＦに飛び込んだ静電気については、パッドＰＦと入力パッドＰＩとの間に
位置する接続配線ＣＷ１を介して入力パッドＰＩに到達し、入力パッドＰＩと出力パッド
ＰＯとの間に位置する接続配線ＣＷ２を介して出力パッドＰＯに到達し、信号配線ＭＷに
流れ込むパスが形成され得る。特に、出力パッドＰＯが途切れている部分においては、端
部付近に位置する出力パッドＰＯに静電気が流れ込みやすい。このような出力パッドＰＯ
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に流れ込んだ静電気は、隣接する信号配線のショートを発生させたり、信号配線に接続さ
れた各種回路やスイッチング素子などにダメージを与えたりする虞がある。
【００６３】
　本実施形態においては、出力パッドＰＯが途切れている部分にダミーパッドＤＰを配置
し、しかも、出力パッドＰＯに隣接するダミーパッドＤＰには、フローティング状態のダ
ミー配線ＤＷＡなどが接続されている。また、ダミー配線ＤＷＡの隣接する位置には、フ
ローティング状態のダミー配線ＤＷＣが配置されている。ダミー配線ＤＷＣには突起ＭＣ
が形成されている一方で、ダミー配線ＤＷＡには突起ＢＣ及び突起ＥＣが形成されている
。突起ＭＣは、同一層に形成された突起ＢＣ及び突起ＥＣに対向している。
【００６４】
　このため、接続配線ＣＷ２から出力パッドＰＯに向かう静電気をダミーパッドＤＰに誘
導することが可能となる。ダミーパッドＤＰに流れ込んだ静電気は、ダミー配線ＤＷＡを
流れ、互いに向かい合う突起を介してダミー配線ＤＷＣに向けて放電可能となる。つまり
、ダミーパッドＤＰに流れ込んだ静電気をアクティブエリアＡＣＴとは反対側のダミー配
線ＤＷＣに誘導することが可能となるため、アクティブエリアＡＣＴに向かって延出する
信号配線に静電気が流れ込むことを抑制することが可能となる。
【００６５】
　また、ダミー配線ＤＷＡを流れた静電気は、コンタクトホールを介してコンタクトした
接続電極に流れ込むことで一部が消費され、また、接続電極がコンタクトホールを介して
コンタクトした島状電極にも流れ込むことでさらに一部が消費され、加えて、隣接する接
続電極同士が互いに向かい合う突起を有しているため、接続電極の突起を介して放電可能
となる。このため、アレイ基板ＡＲに侵入した静電気の消費が促進され、静電気放電に起
因した信号配線のショートや、各種回路、スイッチング素子の破損を抑制することが可能
となる。
【００６６】
　本実施形態では、接続電極はＩＴＯ等の透明電極で形成されるが、ＩＴＯはソース配線
等に使用される金属材料と比較して電気抵抗が高いため、ＩＴＯのみで形成された接続電
極では局所的に静電気が集中し効果的に静電気を消費できない虞がある。しかしながら、
第１方向に飛び飛びに配置した複数の島状電極は、電気抵抗が低い金属材料を用いて形成
されるため、これらの島状電極に接続電極をコンタクトすることにより、接続電極全体の
電気抵抗を下げることが可能となる。すなわち、接続電極を散在する複数の島状電極に適
度にコンタクトさせることにより接続電極部分の電気抵抗を調整することが可能となる。
これにより、ＩＴＯ単独で接続電極を配置する場合と比較して本実施形態の接続電極部分
では、静電気を効果的に放電し消費できる。したがって、アレイ基板上の信号配線のショ
ート、各種回路、スイッチング素子の破損を抑制できる。
【００６７】
　また、シール材ＳＥに導電粒子ＣＭは、それぞれの接続電極及び共通電極ＣＥにコンタ
クトし、両者を電気的に接続している。このため、ダミー配線ＤＷＡから接続電極に侵入
した静電気は、導電粒子ＣＭを介して共通電極ＣＥに拡散される。このため、アレイ基板
ＡＲに侵入した静電気の拡散が抑制され、静電気放電に起因した信号配線のショートや、
各種回路、スイッチング素子の破損を抑制することが可能となる。
【００６８】
　したがって、製造歩留まりの低下を抑制することが可能となる。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、静電気に起因した配線や回路の破壊といっ
た静電気不良を抑制することが可能となる。したがって、製造歩留まりの低下を抑制する
ことが可能な平面表示装置を提供することができる。
【００７０】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態
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は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発
明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲
に含まれる。
【００７１】
　上記の実施形態では、平面表示装置の一例として、液晶表示装置について説明したが、
有機エレクトロルミネッセンス表示装置などの他の平面表示装置についても本実施形態で
説明したアレイ基板ＡＲを適用可能である。
【符号の説明】
【００７２】
　ＰＮＬ…表示パネル
　ＡＲ…アレイ基板　ＭＴ…実装部　ＰＥ…画素電極　ＣＥ…共通電極
　ＰＬ…給電配線　ＰＰ…給電パッド
　ＰＦ…パッド　ＰＩ…入力パッド　ＰＯ…出力パッド
　ＤＰ…ダミーパッド　ＤＰＡ…ダミーパッド　ＤＰＢ…ダミーパッド
　ＭＷ…信号配線
　ＤＷＡ…ダミー配線　ＤＷＢ…ダミー配線　ＤＷＣ…ダミー配線
　ＤＷＤ…ダミー配線　ＤＷＥ…ダミー配線　ＤＷＦ…ダミー配線

【図１】 【図２】

【図３】
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